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摘要(译)

一种OLED / PLED器件的封装结构。封装结构具有完成发光元件的玻璃
基板和结合到玻璃基板的边缘以在气密空间内密封发光元件的密封帽。
此外，密封剂设置在密封帽的边缘和玻璃基板之间，其中密封剂是具有
低共晶点约100〜300℃的合金。
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